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﹩﹣燉 —

前 言

本标准等同采用 ＩＥＣ６０３２６１１：１９９１《有贯穿连接的刚挠多层印制板规范》。
本标准涉及的刚挠多层印制板多用于精密电子设备和仪器，具有体积小、重量轻、安装灵活、工作可

靠等特点。
本标准由中华人民共和国信息产业部提出。
本标准由全国印制电路标准化技术委员会归口。
本标准由华北计算技术研究所负责起草。
本标准主要起草人：陈长生、汤燕闽、张春婷、刘筠。
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﹩﹣燉 —

﹫﹦﹤前言

１）ＩＥＣ（国际电工委员会）在技术问题上的正式决议或协议，是由对这些问题特别关切的国家委员
会参加的技术委员会制定的，对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

２）这些决议或协议，以推荐标准的形式供国际上使用，并在此意义上为各国家委员会所认可。
３）为了促进国际上的统一，ＩＥＣ希望各国家委员会在本国条件许可的情况下，采用 ＩＥＣ标准的文

本作为其国家标准。ＩＥＣ标准与相应国家标准之间的差异，应尽可能在国家标准中指出。
本标准由 ＩＥＣ第 ５２技术委员会（印制电路）制订。
本标准文本以下列文件为依据：

六个月法 表决报告 二个月法 表决报告

５２（ＣＯ）３１０ ５２（ＣＯ）３２６ ５２（ＣＯ）３３３ ５２（ＣＯ）３４２

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

﹫﹦﹤引言

ＩＥＣ６０３２６涉及准备安装元件的印制板，而不考虑它们的制作方法。
本标准分为几个独立的部分，包括设计者用的信息，供规范制定者用的建议以及各种类型印制板

（如单面、双面、多层及挠性印制板）的试验方法和要求。

Ⅱ
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国家质量技术监督局批准 实施

 范围

本标准规定了被评定的性能、使用的测试方法，并制定了诸性能和尺寸的统一要求。
本标准适用于有贯穿连接的刚挠多层印制板，与其制造方法无关，目的是作为供需双方签定协议的

基础。本标准中使用的“有关规范”术语就是指这样的一种协议。本标准不适用于扁平电缆。

 引用标准

下列标准所包括的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均
为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ燉Ｔ２０３６—１９９４ 印制电路术语（ｎｅｑＩＥＣ６０１９４：１９８８）
ＧＢ燉Ｔ４５８８３—１９８８ 印制板的设计和使用（ｎｅｑＩＥＣ６０３２６３：１９８０）
ＳＪ燉Ｔ１０１８８—１９９１ 安装在印制板上的元器件设计和使用指南（ｉｄｔＩＥＣ６０３２１：１９８０）
ＩＥＣ６００６８２３：１９６９ 环境试验——第 ２部分：试验中的试验 Ｃａ：稳定湿热

ＩＥＣ６００６８２２０：１９７９ 环境试验——第 ２部分：试验中的试验 Ｔ：焊接

ＩＥＣ６００６８２３８：１９７４ 环境试验——第 ２部分：试验中的试验 Ｚ燉ＡＤ：温度湿度循环试验

ＩＥＣ６０３２６２：１９７６ 印制板——第 ２部分：测试方法

 总则

下列各表包含了所有重要性能和用来验证这些性能的试验。
除非另有规定，表 １中所列的全部试验都应进行，当有关规范规定特殊的附加性能时，需要附加试

验验证，这些相关的试验应从表 ２中选择。
试验的附加详细说明应在有关规范中规定，并在相应栏目中用“”号指出，这些详细说明应符合

ＩＥＣ６０３２６２的规定。
这些表并不是要用来说明试验的顺序，除非另有规定，试验可以按任何顺序进行。
试样的数量由有关规范规定。

 试样

试验应用成品板进行，当同意使用附连测试板时，应按ＩＥＣ６０３２６２：１９７６的 ４２要求制作。合适的
综合测试图形如图 １ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ和 １ｇ所示。

 有关规范

有关规范的资料应清楚而完整地说明印制板，并遵照 ＧＢ燉Ｔ４５８８３的建议。
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应注意避免不必要的规定，在必要的地方标明允许偏差。在保证满足要求的情况下，应给出没有公
差的标称值或单一的最大值或最小值，当印制板的某些区域或某些部位的公差必须精确时，这些公差只
限用于那些区域或部位。
如果有几种公差等级，应采用 ＧＢ燉Ｔ４５８８３给出的等级。

 印制板的性能（见表 １和表 ２）

表 １ 基本性能（强制性评定）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 一般检验 — — — — —
 目检 — — — — —

 一致性
和标识

１  整块印制

板或综合

测试图形

图形、标志、标识、材料和
镀涂层应符合有关规范规

定，不应有明显的缺陷

—

 外观和
加工质量

１ａ — 整块印制

板或综合

测试图形

印制板应显示出是采用流

行工艺，经过仔细和熟练操
作方法加工的

—

 镀覆孔 — 整块印制

板或综合

测试图形

镀覆孔应清洁，无任何影
响元件插入和可焊性的杂

物。

—

空洞的总面积应不超过孔

壁总面积的 １０％，空洞的水
平方向最大尺寸应不超过孔

周长的 ２５％，垂直方向应不
超过板厚的 ２５％。
镀覆孔孔壁与导电图形或

与内层铜环的界面处应无空

洞。
该界面应看作是延伸至孔

内距板面 １５倍表面铜层总
厚度的距离，或距内层连接
环水平面处 ２倍内层铜箔厚
度的距离。

１ｃ 铜箔和连续电镀铜层间允

许有树脂沾污，但不能中断
电气连通性。

１ａ 镀覆孔的孔壁不应有铜层

的环形断裂或分离。
有镀层空洞的孔不能超过

镀覆孔总数的 ５％

 见第 ３章第 ３段。

２
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表 １（续）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 板边缘 — — 整块印制

板或综合

测试图形

印制板的边和内部切口应

整齐，不应有撕裂或缺口
—

 空心铆
钉

— — 整块印制

板或综合

测试图形

空心铆钉应牢固地固定，
电镀的空心铆钉不应暴露基

体金属，空心铆钉的突缘不
应有裂缝，空心铆钉周围的
导线或基材不应有损坏

—

 导线与
基体的粘合

１ａ — 整块印制

板或综合

测试图形

除基材规范允许外，导线
不应因明显的起泡或皱褶与

基体分离

—

 覆盖层
与基体和图形的粘

合

１
１ａ

— 整块印制

板

粘合应完整和一致，在下
列位置允许轻微分层：

ａ）在远离导体的随机位
置，每个分层的面积不超过

５ｍｍ２，并且离印制板边缘
应大于 ０５ｍｍ；

ｂ）沿导体的边缘，这种分
层应不违反导体间的设计间

距，通过目测不大于设计间
距的 ２０％（见图 ２）。
相邻导体之间连续的粘接

宽度最小为 ０５ｍｍ，小于

０５ｍｍ的间距不应有分层

—

 导线缺
陷

１ｂ — 整块印制

板或综合

测试图形

不应有裂缝或断裂。在导
体宽度或导体间的漏电通路

的减少不超过有关规范规定

的条件下，如 ２０％或 ３５％，
空洞、边缘缺口等缺陷是允
许的（见图 ３）

需要的地方，
应使用试验 ２ａ
通过尺寸检验

来验证

 导线间
微粒

１ｂ或 １ｃ — 整块印制

板或综合

测试图形

在漏电通路减少不超过

２０％或不小于电路电压要求
的间距的条件下残留金属微

粒是允许的

需要的地方，
应使用试验 ２ａ
通过尺寸检验

来验证

 尺寸检验 — — — — —

３

﹩﹣燉—
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表 １（续）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 印制板
尺寸

２ — 整块印制

板或综合

测试图形

尺寸和公差应符合有关规

范。标称板厚度应符合有关
规范

—

 印制板
插头部位的板厚

２ — Ｋ 总板厚和公差应符合有关

规范

总板厚应符

合 ＳＪ燉Ｔ １０１８８
的规定

 孔 ２ — 整块印制

板或综合

测试图形

安装孔和元件孔的标称直

径和公差应符合有关规范。
仅用于连通的镀覆孔的

标称直径应符合有关规范

ＧＢ燉Ｔ４５８８３
推荐了孔的大

小和公差范围。
因为偏差不

重要，不需要精
确测量

 余隙孔 ２ — 整块印制

板或综合

测试图形

余隙孔的重合度包括覆盖

层粘接剂的流动对基材上相

关焊盘的搭盖影响使有效连

接盘的尺寸的减小不小于有

关规范规定的最小值（见图

４）

孔周围任何

一点推荐的最

小有效连接盘

宽度为：非镀覆
孔０１５ｍｍ；镀
覆孔 ０１０ｍｍ

 槽、缺口 ２ — 整块印制

板或综合

测试图形

该尺寸应符合有关规范 —

 导线宽
度

２ — 整块印制

板或综合

测试图形

宽度应符合有关规范规定

的任何特定尺寸。
如果无公差

说明可以使用

ＧＢ燉Ｔ ４５８８３
规定的粗偏差

２ａ 如果导线宽度的减少不超

过有关规范规定，诸如空洞
或边缘缺口等缺陷是允许

的。例如 ２０％或 ３５％，缺陷
的长度 爧应不大于导线宽
度 爳或 ５ｍｍ，取较小的（见
图 ３）

 导线间
距

２ — 整块印制

板或综合

测试图形

间距应符合有关规范规定

的特定尺寸

—

４
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表 １（续）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 孔和连
接盘的不同轴度

１ａ
２ａ

— 整块印制

板或综合

测试图形

连接盘不应破坏，连接盘
与导线的连接处应无断裂

—

 孔位偏
差

— — 整块印制

板或综合

测试图形

孔中心应在有关规范规定

的任何偏差之内

—

 挠性电
路和刚性部分的连

接部位

１ａ — 整块印制

板或综合

测试图形

挠性部分和刚性部分之间

的连接应完整和均匀一致，
在刚性和挠性连接处，下列
情况是允许的：树脂流到挠
性部分上距连接处应不超过

２ｍｍ，也可从连接处流到刚
性部分，但不应超过 ２ｍｍ

—

 电气试验 — — — — —

 电阻 — — — — —

 镀覆孔
电阻的变化

热循环试验

３ｃ — Ｄ 应达到有关规范的要求 不适合聚酯

材料

 空心铆
钉

— — 在考虑中 —

 短路 ４ａ  整块印制

板或综合

测试图形

— —

 绝缘电阻 ６  — 绝缘电阻应符合有关规范 绝缘电阻应

在环境处理前

和处理后以及

在有关规范规

定的高湿条件

下测量

 预处理 １８ａ  — — —

 标准大
气条件下测量

— — — — —

 外层 ６ａ  Ｅ或 Ｊ — —

 内层 ６ｂ  Ｅ或 Ｊ — —

 层间 ６ｃ  Ｍ — —

 见第 ３章第 ３段。
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表 １（续）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 ＩＥＣ６８
２３或 ＩＥＣ ６８２
３８条件下

— — — — 有关规范规

定的适用条件

 高温条
件下测量

— — — — 不适合聚酯

材料

 表面
层

６ａ  Ｅ或 Ｊ — —

 内层 ６ｂ  Ｅ或 Ｊ — —

 层间 ６ｃ  Ｍ — —

 机械试验 — — — — —

 剥离强度 — — — — —

 导线对
基材

— — Ｇ 剥离强度应符合有关规范 —

 标准大
气条件下测量

１０ａ  — —

 在高温
条件下测量

１０ｂ  — — 不适合聚酯

材料

 拉离强度 — — — — —

 非镀覆
孔连接盘的拉脱强

度

１１ａ  Ｃ 在焊接过程中，连接盘不
应分离，拉脱强度应不小于
有关规范规定的值

挠性试样需

要刚性板支撑

 拉出强度 — — — — —

 无连接
盘镀覆孔的拉出强

度

１１ｂ  Ｂ 拉出强度应不小于有关规

范规定的值

—

 其他试验 — — — — —

 镀层 — — — — —

 镀层的
粘合力

胶带法

１３ａ — Ｋ 除了镀层突沿外，胶带从
导线上拉下时，不应有镀层
粘附的痕迹

—

 接触区
的镀层厚度

１３ｆ  Ｋ或印制
板

厚度应符合有关规范 —

 见第 ３章第 ３段。
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表 １（续）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 可焊性 １４ａ  Ｈ 导体应被平滑、光亮的焊
料层覆盖，诸如针孔，不润
湿，半润湿等分散缺陷应不
超过约 ５％的面积，这些缺
陷应不集中在表面的一个区

域

不适合聚酯

材料，对于聚酰
亚胺材料需要

适当干燥来保

护焊接。
试验应在验

收态时进行或

供需双方商定

的加速老化后

进行。
Ａ）供需双方同意
使用非活性焊剂时

ＩＥＣ ６００６８
２２０规定了非
活性焊剂

 验收态 — — — 润湿：试样应在 ３ｓ内润
湿。在使用暂时性保护润湿
性的涂层时，试样应在 ４ｓ
内润湿。
半润湿：试样与熔融焊料
应保持接触 ５～６ｓ应润湿

—

 加速老
化后

— — — 润湿：试样应在 ４ｓ内润
湿。
半润湿：试样与熔融焊料
应保持接触 ５～６ｓ应润湿。
对于润湿和半润湿（如适
用）的孔应符合图 ５所示的
好焊孔的状态。对于挠性印
制板应尽可能使用薄的材料

Ｂ）供需双方同意
使用活性焊剂时

ＩＥＣ ６００６８
２２０规 定 了

０２％的活性焊
剂

 见第 ３章第 ３段。
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表 １（完）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的附

加试验的

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 验收态
时和加速老化后

— — — 对于有或无暂时性的可焊

性保护涂层：
润湿：试样应在 ３ｓ内润湿，
半润湿：试样应在熔融焊料
中保持接触 ５～６ｓ应润湿
对于润湿和半润湿（如适
用）的孔应符合图 ５所示的
好焊孔的状态。
对于挠性印制板应尽可能

使用薄的材料

—

 耐溶剂和
焊剂性

１７ａ  — 无下列现象：
——起泡或分层；
——保护层或印料随机脱
落；

——溶解；
——颜色发生显著变化。
可接受：
ａ）标志无损坏；
ｂ）标志减弱，但可识辨。
拒收：

ａ）标志模糊或被破坏；
ｂ）标志难以辨认，即字母
间可能混淆，如 ＲＰＢ，Ｅ
Ｆ，ＣＧＯ

—

 分层，热
冲击

１５ａ  Ｇ 应无起泡或分层现象 仅在有关规

范要求时才做

显微剖切

 预处理 １８ｂ  — — —

 见第 ３章第 ３段。
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表 ２ 附加性能（仅在特别需要时进行评定）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的

附加试验

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 尺寸检验 — — — — —

 图形和孔
相对于参考基准的

位置

— — 整块印制

板或综合

测试图形

位置应符合有关规范给出

的任何规定的尺寸

通常不测量。
因为重要的是

图形与孔之间

的关系，这一特
性控制了最小

径向宽度，在特
别要求时，可用

ＧＢ燉Ｔ ４５８８３
规定的偏差。在
印制板的结构

尺寸有规定的

地方，可以用显
微剖切验证

 电气试验 — — — — —

 电阻 — — — — —

 导线电
阻

３ａ  Ｃ 电阻值应符合有关规范 —

 互连电
阻

３ｂ  Ｄ 电阻值应符合有关规范 —

 镀覆孔
电阻的变化

３ｃ — Ｄ 应符合有关规范的要求 —

 耐电流 — — — — —

 镀覆孔 ５ａ — Ｄ 至少应测试 ５个孔，孔内
的镀层应经受 ＩＥＣ６０３２６２
规定的合适的电流，无烧毁

（熔化），无因过热而变色

—

 导线耐
电流

５ｂ  Ｌ 导线应无烧断（熔化），无
因过热而出现变色

—

 耐电压 ７ａ  Ｅ 应无击穿，放电 —

 频率漂
移

８ａ  — 频率漂移应不超过有关规

范规定的范围

—

 机械试验 — — — — —

 见第 ３章第 ３段。
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表 ２（完）

性 能

ＩＥＣ６０３２６
２：１９７６
的试验号

有关规范

规定的

附加试验

详细说明

综合测试

图形试样
要 求 备注

 弯曲试验 —  Ｌ — 试验图形和

弯曲次数由供

需双方商定

 平整度 １２ａ — 整块印制

板

— 适用时，仅限
于刚性部分

 其他试验 — — — — —

 镀层 — — — — —

 镀层的
附着力

磨擦法

１３ｂ — Ｋ 应无镀层起泡和分层 —

 孔隙率
气体暴露法

１３ｃ — Ｋ 应符合有关规范的要求 —

 孔隙率
电图像法试验

１３ｄ
１３ｅ

 Ｋ 应符合有关规范的要求 —

 接触区
以外的镀层厚度

１３ｆ  Ｈ 厚度值应符合有关规范要

求

—

 耐热性 — — — — —

 长期贮
存

  Ｆ 在最高工作温度下贮存 时间和温度

应在有关规范

中说明

 目检 １ａ — Ｆ 应无导线和覆盖层的分离 —

 热冲击 １９ｃ — Ａ 镀层和导线的裂缝、起泡
和分层应符合有关规范要求

ａ）显微剖切 １５ｂ 目检各要求

 镀覆孔
的浮焊试验

１９ａ — Ａ或 Ｄ 应无镀层裂缝

ａ）显微剖切 １５ｂ 目检各要求

 见第 ３章第 ３段。

 测试图形——测试板

对于测试板的定义，见 ＧＢ燉Ｔ２０３６—１９９４的 ０５０２条。
对于测试图形和综合测试图形的定义，见 ＧＢ燉Ｔ２０３６。
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 概述
测试图形可以是下述图形：
——成品板（见 ＧＢ燉Ｔ２０３６—１９９４的 ０５０１术语）上导电图形（见 ＧＢ燉Ｔ２０３６—１９９４，０１２６术语）
的一部分（并且是该印制板要使用的图形）；

——仅作为测试用而专门设计和制作的图形。
（专用）测试图形可以位于：
——附连测试板（印制板或在制板的一部分，通常在使用印制板之前切下，见 ＧＢ燉Ｔ２０３６—１９９４，

０５０５术语）上；
——单独测试板（见 ＧＢ燉Ｔ２０３６—１９９４，０５０２术语）上。

 测试图形和测试板的使用说明

 如果进行对比试验，例如比较不同材料或生产工艺与设备，必须使用相同的，经过同意的和专用
的测试图形。
例如：能力认证试验（质量保证体系的专用术语）图 １ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ，１ｇ和表 ４给出的合适的综

合测试图形。
在测试板为六层就可满足要求的情况下，应采用 ７４所述的结构。当测试板要求多于六层时，可以

在六层板外采用附加层。附加层的合适导电图形如表 ４和图 １ｈ所示。所有附加层具有相同的导电图
形。并采用 ７４所示的结构。
 其他测试，例如质量一致性检验或来料检验，通常用成品板进行。专用测试图形的使用由供需双
方商定，既可以使用综合测试图形（７３）的一部分，也可以采用专用的设计图形。
 综合测试图形（ＣＴＰ）
使用综合测试图形（图 １ａ～１ｈ）的单个试样，可以进行表 ３所列的试验。

 测试板的结构
测试板的结构应按表 ４的规定。

 综合测试图形的拼排
在要求测试板比单个综合测试图形占有的有效面积（１６０ｍｍ×３２０ｍｍ）大的地方，可以采用 ７３

所示的各种拼排，各种拼排中测试板的有效面积的每一个角都应有一个综合测试图形。各综合测试图形
之间未被占用的面积应不大于一个综合测试图形的尺寸。见图 １ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ，１ｇ和 １ｈ。

表 ３ 试样和测试

试样 测 试
标称孔径

ｍｍ

连接盘标称直径

ｍｍ

Ａ 镀覆孔的可焊性 ０８ １８

Ｂ 无连接盘的镀覆孔的拉出强度 １０ —

Ｃ 非镀覆孔连接盘的拉脱强度 ０８ ２０

Ｄ 镀覆孔和互连电阻的变化 ０８ １８

Ｅ 绝缘电阻（所有层） ０８ １８

Ｆ 导线的分辨率 — —

Ｇ 剥离强度和分层 — —

Ｈ 导体、表面镀涂层的可焊性 — —

Ｊ 绝缘电阻（表面层） ０８ １８

Ｋ 镀涂层，接触区（选项） — —

Ｌ 弯曲疲劳与导线耐电流 ０８ １８

Ｍ 绝缘电阻（层间） ０８ １８

Ｎ 重合度和阴阳文图形（ＣＡＦ）附连测试试样 — —
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表 ４ 测试板结构

测 试 板 六 层 六 层 以 上

结构

注：Ｌ３和 Ｌ４层是仅用于综合测

试图形的挠性部分。

层数 ６

总板厚 １．１５ｍｍ±０．２ｍｍ

层压板

标称厚度 不小于 ２５μｍ

导电箔 ３５μｍ铜箔（两面）

绝缘层

厚度 绝缘材料最小厚度 ２５μｍ

粘接片的张数 １张，最小厚度 ２５μｍ

８１０１２１４１６１８２０２２等

（下面有横线的层数为优选）

按有关规范的规定

孔 除试样 Ｃ外，全部为镀覆孔

表面镀涂层 按有关规范规定

备注 图形应按照构成的方法正确排列，图形面积之外应有足够的间隙，以适应定位系统
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图 １ａ
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